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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von
Zwischentrigern mit Kontakthiigeln, insbesondere im Innenkontaktier-=
bereich, zum Filmtrigerbonden von Chips ohne Xontakthiigel. Das Ziel
der Erfindung besteht in der rationellen Herstellung von Zwischen-=
trdgern mit Kontakthligeln., Die Erfindung lést die Aufgabe, die
Kontakthligel durch Abdecken, Atzen und Galvanisieren von einer Seite
des Filmtrdgerbandes aus auf dem Zwischentrdger herzustellen. '
Erfindungsgend8 wird die Aufgabe dadurch geldst, da8 die metallische
Grundschicht einmalig mit Positivkopierlack, der mehrmals belichtet
werden kann, abgedeckt wird. Im Wechsel mehrerer Belichtungs- und
Entwicklungsschritte werden die Kontakthligel herausgearbeitet. Sie
werden zwar auch additiv an den Kontaktstellen aufgebaut, aber
nauptsdchlich durch selektives Abtragen der Metallschicht entlang dex
Leiterbahnen hervorgehoben.

5 Seiten
2008 000y P
m&'
E: s §§¢; oroe
sv38 ceve {688). Ag 131/79-79 5. AtEP 2630



292 947 —r-

Verfahren zur Herstellung von Zwischentrigern mit Kontakt-
hiigeln ' ‘

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betriffi ein Verfashren zur Herstellung von Zwi-
schentridgern mit Kontakthiigeln, insbesondere im Innenkontak-
tierbereich, zum Filmtrdgerbonden von Chips chne Kontakthii-

gel,

- Charakteristik der bekannten technischen ISsungen

Es ist bekannt, Chips mit Zwischentrigern zu kontaktieren und
die hierzu erforderlichen Kontakthiigel am Zwischentriger vor-
zgusehen. Damit steight die Anwendbarkeit des Filmtrigerbondver-
- fahrens. Es ist nicht mehr erforderlich, die Kontakthiigel auf
den Chips anzubringen. Die Anpassung der Chips auf den Einsatz-
fall erfolgt durch die Strukturierung und Ausbildung der Kon-
takthiigel auf dem Zwischentriger.

In der US-PS 3 838 984 wird ein Verfazhren zur Herstellung von
Zwischentrigern mit inneren und #uBeren Kontakthiigeln aus Gold
beschrieben. Ein Filmtrigerband aus Kupferfolie und Kapton-
Film wird beidseitig mit Fhoto-Resist beschichtet. Zunidchst
werden die Kontaktstellen durch den Kapton-Film freigedtzt und
-mit Gold plattiert. Dann wird der Photo-Resist auf der Kapton-
seite entfernt, das Kupfer geitzt und auch auf dieser Seite
der Photo-Resist entfernt. Beim zweiten AtzprozeB werden die
Kupferleiter zwischen den inneren und duBeren Kontakthiigeln
strukturiert. Diesen ersten Abdeck—-, Atz-~ und Galvanisier-
schritten schlielen sich nochmals beidseitige Abdeck-, Atze
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'und-Galvanisierschfitté an.

~ Ziel der Erfindung

Das Ziel der ErfindUng besteht in der raﬁionellen Herstel-
lung von Zwischentrigern mit Kontakthiigeln.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Die Erfindung lost die Aufgabe, die Kohtakthﬁgel durch Abdek-
ken, Ktzen und Galvanisieren von einer Seite des Filmtréger-
bandes aus auf dem Zwischentréger herzustellen. Erfindungsge- .
wiB wird die Aufgabe mit den im Erfindungsanspruch génannten
Mitteln gelost. Ein besonderes Merkmal der Erfindung ist die
Verwendung eines Positivkopierlacks, der mehrmals belichtet
werden kann. Er wird einmalig von einer Seite (auf die metal-
lische Grundschicht) aufgetragen. Zwischen den Belichtungs-
schritten wird gedtzt und galvanisiert. Die Kontakthiligel wer-
den sowohl durch additives Auftragen metallischer Uverziige auf
die metallische Grundschicht als auch durch selektives Abtra-
gen der metallischen Grundschicht zwischen den Kontaktpunkten
hergestellt.

Ausfihrungsbeispiel

Zur Herstellung des Zwischentrdgers wird von einem i{iblichen
mehrschichtigen Filmtrigerband aus einer Lupferfolle, einer
Isolationsschicht sus Plaste und ggf. einer Kleberschicht aus-
gegangen. Die Kupferschicht wird etwas stérker als iiblich ge-
wihlt.

Die Kupferfolie wird mit Positivkopierlack abgedeckt.

In einem ersten Belichtungs- und Entwicklungsschritt werden
die Kontaktstellen im Innenkontaktierbereich (in dem die spa-
. tere Verbindung des Zwischentrigers mit dem Chip erfolgt)
freigelegt.

Tn einem ersten galvanischen Proze8 wird an den Kontaktstel-
len auf des Kupfer zundchst z.B. eine Nickelschicht und dann
eine Goldschicht abgeschieden, die aber noch nicht den elgant-
lichen Hiigel bilden.
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Dem galvanischen ProzeB schlieBt sich ein zweiter Belichtungs-
und Entwicklungsschritt an. Es werden alle die Teile der Yup—
ferschicht frelgelegt, die vollstindig entfernt werden sol-
len. Sie werden in einem ersten Atzschritt aber zunichst nur
etwa bis zur Hélfte entfernt. Als Xtzmittel wird Ammonium-
persulfat eingesetzt. Es greift die Schutz- und Veredelungs-
schicht nicht an. '

In einem dritten Belichtungs- und Entwicklungsschritt werden

die zu den Kontaktstellen fihrenden Leiter zwischen AuBen-und
innenkqntaktstelle freigelegt. Bs schlieBt sich ein zweiter
AtzprozeB an. Er wird mindestens so lange gefihrt, bis die im
zwelten Belichtungs- und Entwicklungsschritt freigelegten und
bereits etwa zur Hilfte weggeidtzten Kupferflichen vollstindig
abgetragen sind. Die verbleibenden Leiter werden in def glei-
chen Zeil etwa zur H&lfte abgetragen. Sie werden anschlieBend
in einem zweiten GalvanisierprozeB mit einer schiitzenden Gold-
schicht iiberzogen. In einem abschlieBenden Strippschritt wird
der restliche Fotolack entfernt.

Sofern erforderlich, ist es mbglich, parallel zur Herstellung
von metallischen Uberziigen im Innenkontaktierbereich gleicher-
mafen auch metallische Uberziige im AuBSenkontaktierbereich her-
zustellen.
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Erfindungsanspruch

1. Verfahren zur Herstellung von Zwischentrégern mit Kontakf—
hiigeln aus mehrschichtigen Zwischentrigermaterial, z.B.
aus einem Verbund von einer Kupferfolie und einer Isola-
tionsschicht aus Plast, gekennzeichnet dadurch, daB auf
der Xupferfolie Positivkopierlack aufgetragen wird, in
einem ersten Belichtungs~ und Entwicklungsschritt die Kon-
taktstellen freigelegt, in einem ersten galﬁanischen Pro-
zeB ein oder mehrere Schutz- und Veredelungsschichten z.B.,
wie an sich bekannt, Nickel als Diffusionsbarriere und
Gold als Oberfléchenschutzschicht auf die Kontaktstellen
abgeschieden, in einem zweiten Be1ichtungs— und Entwick~ .
lungsschritt alle Knpferflﬁchen, die restlos abgetragen
werden sollen, freigelegt und in einem ersten Ltzschritid
bis etwa zur Hilfte abgetragen, in einem dritten Belich-
tungs- und Entwicklungsschritt alle Leiter zwischen
AuBen- und Imnenkontaktierstelle freigelegt und in einem
zweiten Atzschritt diese Stellen bis etwa zur Halfte und
die im zweiten Belichtungs- und Entwicklungsschritt frei-
gelegten Stellen restlos abgetragen werden, der restliche
Fotolack entfernt und ein zweiter galvanischer Prozel zum
Abscheiden weiterer Schutzschichten auf dle Ieiter und
‘Kontsktstellen angeschlossen wird, wobei sowohl im ersten
als auch im zweiten Atzschritt selektive Atzmittel, die
die Schutzschichten nicht angreifen, eingesetzt werden.
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